
GORE®抗静电高柔性电缆
适用于半导体生产设备

应用案例

戈尔承诺确保产品的适用性，为此我们在内部进行了大量
测试，但有时，了解外界对我们产品的看法也必不可少。
因此，我们邀请一位重要客户在其半导体生产设备中对我
们的产品进行测试，从而验证产品性能。

行业挑战
半导体和平板显示器(FPD)生产中使用的自动化机器人 

设备会发生静电积聚，这将带来诸多挑战，包括：

	▪ 摩擦生电：当两种材料接触后分离时产生，例如处
理设备和晶圆。摩擦会导致电荷积聚，从而以热量的 

形式放电。

	▪ 静电放电(ESD)：不同电位的表面之间发生的静电电
荷转移，有时会产生火花。在半导体制造中，即使
是低电压ESD也会损坏敏感的电子元器件，影响产量、 

质量和可靠性1。

	▪ 材料与工艺集成：将新材料与高性能、可扩展电子设备
制作在封装基板上的新兴制造技术相结合，这一过程
极具挑战性。

	▪ 污染和损坏：静电会吸附环境中的粉尘，会污染产品。
静电还会对半导体和FPD内的精密结构造成物理损坏1。

	▪ 自动化和重复运动：由于晶圆的重复机械处理和移动，
在半导体晶圆厂中大范围使用自动化机器人设备会增
加ESD风险1。

	▪ 复杂的设计：设计变得更加紧凑和密集，ESD导致集成
电路(IC)和FPD损坏的风险也随之增加。

戈尔产品特性和优势
要解决半导体生产设备面临的挑战，必须通过控制环境，
使用适当的材料，和实施严格的工艺控制来大幅降低静电
积聚导致的风险。

应用在半导体和FPD自动化生产设备，戈尔®(GORE®)抗静
电高柔性电缆可有效降低静电积聚带来的风险。该电缆的
结构提供独特的性能，例如：

	▪ 非碳基材料：戈尔电缆系统在设计中使用的新型非碳
基材料可大幅减少颗粒吸附与表面电荷积聚。

	▪ 低摩擦力材料，不会产生粉尘：戈尔高柔性电缆在运
动中不会产生粉尘。

戈尔半导体电缆可为制造商提供诸多优势，包括：

	▪ 防ESD：戈尔电缆有助于防止摩擦电荷及电压积聚。

	▪ 100%兼容：兼容标准戈尔无拖链高柔性电缆，可轻松
进行改装。

	▪ 粉尘控制：

– 由于这些电缆不携带电荷，不会吸附外部的颗粒物，
因此不会造成生产环境的污染。

– 我们的材料洁净稳定， 在电缆移动过程中不会产生
粉尘。进一步降低了污染风险，确保自动化机器人
设备的可靠性能。



典型应用
经验证，戈尔®(GORE®)抗静电高柔性电缆能够降低半导
体设备ESD事件的发生，例如先进键合设备和电子元器件
封装设备。

测试过程
对于戈尔抗静电高柔性电缆新技术，我们的客户通过测试
并观察对比电缆安装前后的参数，以验证产品性能。

1. 在设备中进行安装和运动测试之前，测量绝缘材料 

（塑料袋）与电缆表面摩擦前后电缆上的电压积聚。

2. 将电缆安装在设备的不同轴上，弯曲半径约为75毫米 

（3英寸）。

3. 安装后，清洁电缆（用IPA布擦拭）以去除从设备其它
部分掉落的颗粒。

4. 测试持续300多天（7754小时），完成了超过1000万
次弯折，并对电压积聚进行了测量。

– 在测量电压积聚前，先去除了电缆上因机器内部磨损
而产生的颗粒。

5. 在安装（弯折0次）以及弯折1000万次后，测量绝缘
材料（塑料袋）与电缆表面摩擦前后的电压积聚。

-  弯折0次：全新
-  弯折0次：与绝缘材料（塑料袋）摩擦
-  弯折1000万次
-  弯折1000万次：与绝缘材料（塑料袋）摩擦

测试结果
客户的测试结果表明，戈尔抗静电高柔性电缆能够有效
防止ESD事件，并在安装前后始终提供可靠的电气性能
（图1）。 

弯折超过1000万次后，电缆的抗静电性能依然出众，电
压积聚始终保持在30伏（0.03千伏）以下。即使在电缆
与塑料袋摩擦后，电压积聚仍然不变。

图1：弯折1000万次前/后，GORE®抗静电高柔性电缆的
电压积聚
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本出版物中的信息为W. L. Gore & Associates（戈尔公司）目前在此主题方面所掌握的知识，仅用于为用户实验提供可行建议，但并非替代用户确定产品是否适合
用户特定用途而可能需要进行的任何测试。由于产品的应用范围存在无限可能，因此，用户必须在生产使用之前确定产品是否适合预期应用并与其它组件材料兼
容。用户自行负责确定产品的适当数量和位置。本出版物中的信息可能会随着新知识和经验的出现而进行修订。W. L. Gore & Associates（戈尔公司）无法预测实
际最终用户条件的所有变化，因此不对这些信息的任何使用情况做出任何保证和承担任何责任。不可将本出版物中的任何信息视为操作许可或建议以侵犯任何专
利权。
注意 - 需遵守使用限制条件。不适用于食品、药品、化妆品或医疗设备等制造、加工或包装作业。 

GORE、戈尔、Together, improving life及其设计是W. L. Gore & Associates（戈尔公司）的商标。版权所有 ©2025 W. L. Gore & Associates, Inc. 保留所有权利。 
由戈尔（深圳）有限公司翻译。

1. Beekmann, K.，“半导体制造中的静电放电：原因和解决方案”。SEMI™，2014年10月6日，www.semi.org/en/electrostatic-discharge-semiconconductor-
fabrication-causes-and-solutions。
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使用过的电缆摩擦后
使用过的电缆安装后

新电缆摩擦后
新电缆安装前

行业规范

Voltage Buildup (New VS. Used)
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